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Abstract 



A mechanical apparatus and method are disclosed for orienting and positioning semiconductor wafers while avoiding 
contamination of elements on the faces thereof, by only contacting the peripheries thereof. The apparatus may include a 
frame for wafer supports and a semiconductor wafer gripping arm. The gripping arm is mounted on a transjator for 
movement in X, Y, and Z directions to engage and move wafers in, from, and between supports. The gripping arm 
comprises a, rigid structure with a plurality of semiconductor support wheels mounted thereon to support a wafer only 
around its periphery. A drive wheel is provided to orient a supported wafer rotationally while it is being supported around its 
periphery. A detector is provided to detect orientation of the wafer relative to a notch or other position mark on its 
periphery. 
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Description 

[0001 ] La presente invention se rapporte aux domai- 
nes de la fabrication des composants eiectroniques, no- 
tamment la fabrication des circuits integr6s k partir de 
substrats ou plaques en materiaux semi-conducteurs 
comme le siiicium, plus particuli5rement aux precedes 
mecaniques et dispositifs permettant un changement de 
position d'au moins une plaque de semi-conducteur mu- 
nie d'au moins un repfcre de positionnement et plac6e 
dans un support destine k loger une plurality de plaques 
de semi-conducteur, 

[0002] L'art anterieur enseigne de tels precedes qui 
consistent notamment k saisir la plaque de semi-con- 
ducteur par une de ses faces pour changer sa position, 
notamment la deplacer d'un lieu k un autre, les disposi- 
tifs permettant de mettre en oeuvre ces procedes com- 
prenant des moyens autorisant une saisie de la plaque 
par aspiration dans la zone centraie d'une face de cette 
derntere. Independamment du deplacement des pla- 
ques d'un lien k un autre, les plaques de semiconduc- 
teur sont orientSes de manfere k placer leur repfere de 
positionnement dans une position determinee, cette 
derniere operation pouvant consister par exemple k ali- 
gner les repfcres de positionnement de toutes les pla- 
ques destinies k §tre placees ou se trouvant dans un 
support commun. 

[0003] Les procedes et dispositifs de l'art anterieur 
prSsentent i'inconvenient de permettre une contamina- 
tion des plaques de semi-conducteur du fait d'une prise 
de ces derniferes par une de leurs faces qui sont cons- 
titutes d'un matdriau trfcs sensible aux contaminations 
diverses, d'autant plus importantes qu'il y a contact de 
la face avec un objet. Les proced6s et dispositifs de l'art 
anterieur presentent en outre des dur6es importantes 
pour le deroulement des operations de deplacement et 
d'orientation d'une plaque ou des plaques de semi-con- 
ducteur, ces operations etant g6r6es de manure Inde- 
pendante, ce qui induit des dur£es de traitement plus 
importantes pour les plaques de semi-conducteur, et 
done des coQts de traitement plus e!ev£s. 
[0004] On connait le document US 5,102,291 qui se 
rapporte k un precede et une machine pour orienter une 
plaque de siiicium se trouvant dans un support en la sai- 
sissant par sa partie p£riph6rique afin de minimiser des 
contaminations eventueiles qu'elle pourrait subir par un 
contact direct avec ses faces. Les plaques sont saisies 
une & une entre deux bras de prehension mobiles en 
translation I'un par rapport k I'autre suivant une droite, 
qui sont rapproches Tun de I'antre suivant la direction 
de guidage en translation jusqu'& ce que les deux bras 
viennent en pression contre la partie periph6rique de la 
plaque k saisir par Nntermediaire de quatre galets pres- 
seurs qui soulfcvent la plaque avant le contact des galets 
contre la partie periph6rique de cette derniere, la plaque 
de siiicium saisie pouvant §tre orientee en rotation dans 
une position particuliere par rapport au support aux 
moyens des galets presseurs tournant dans le plan de 



la plaque et dont au moins un peut §tre motorise. La 
machine permet en outre un deplacement de la plaque 
saisie limite k une droite du fait des deux bras de pre- 
hension. La detection de I'orientation desiree de la pla- 
s que peut se faire par un moyen de capteur mecanique, 
optique eiectrique, ou autre. Pour les plaques munies 
d'une encoche, le document preconise une tige plus pe- 
tite que Pencoche qui penetrerait dans I'encoche lorsque 
la plaque est dans la position d6siree. 
10 [0005] On connait 6galement le document US 
5,445,486 qui se rapporte k une machine; de transfert 
de plaques de siiicium d'un support k un autre, au 
moyen d'un bras de prehension insere entre les plaques 
dans un support, le bras saisissant une ou piusieurs pla- 
ts ques par la partie peripherique de leur face inferieure. 
La machine ne dispose pas de moyen d'orientation des 
plaques transferees. 

[0006] Les traitements de plaques de semi-conduc- 
teur vises peuvent etre tous traitements necessitant un 

20 changement de position d'une plaque, de piusieurs pla- 
ques, on de la totalite des plagues de semi-conducteur 
placees dans un support commun, par exemple trans- 
fert de plaques d'un support k un autre, alignement des 
repferes en vue, d'une Identification respective des pla - 

25 ques dans le support, ou simplement modification de la 
position angulalre de plaque de semi-conducteur se 
trouvant dans un support, en vue d'un placement des 
repferes dans une position determinee. 
[0007] La presente invention selon les revendications 

30 1 et 5 propose de pallier les inconvenients ci-dessus, et 
d'apporter d'autres avantages. Un objet de la presente 
invention est de permettre un changement de position 
d'au moins une plaque de semi-conducteur en evitant 
toute contamination due k une saisie de la plaque par 

35 une de ses faces, et en r6duisant en outre les risques 
de contaminations. 

[0008] Un autre objet de la presente invention est de 
permettre un changement de position d'au moins une 
plaque de semi-conducteur permettant de modifier 
40 rorientatlon d'une plaque simultanement & une autre 
operation de traitement, notamment un deplacement, 
ou un transfert de la plaque, 

[0009] Un autre objet de la presente invention est de 
permettre un gain d'espace dans une station de traite- 

45 ment de plaque de semi-conducteur, en evitant une ins- 
tallation specif ique pour i'orientation ou Palignementdes 
reperes de positionnement des plaques. 
[0010] Un autre objet de la presente invention est de 
permettre une saisie et une orientation d'une plurality 

so de plaques de semi-conducteur, I'orientation des pla- 
ques etant effectuee de manifere simultan6e, et en outre 
simultanement k une autre operation, notamment un 
deplacement de la plurality de plaques. 
[0011] Plus pr6cisement, invention consiste en un 

55 procede mecanique permettant un changement de po- 
sition d'au moins une plaque de semi-conducteur munie 
d'au moins un repfere de positionnement et plac6e dans 
un support destine k loger une plurality de plaques de 
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semi-conducteur, caracterise en ce que qu'il comprend 
les stapes suivantes : 

penetrer au moyen d'un bras de prehension dans 
ledit support avec un premier deplacement dudit 
bras selon une premiere direction de i'espace, 
saisir ladite au moins une plaque de semi-conduc- 
teur par la partie peripherique de cette demiere 
avec un deuxi&me deplacement dudit bras seion 
une deuxi&me direction de i'espace, 
orienter ladite aumoins' une plaque de semircon?. 
ducteursalsie, de maniere k placer ledit repere de 
positlonnement dans une position determinee. 

[0012] La saisie de la plaque de semi-conducteur par 
sa partie peripherique permet de reduire la contamina- 
tion de cette plaque, d'eviter la contamination due k la 
prise par une face de la plaque de semi-conducteur, et 
I'orientation de la plaque alors que cette demiere a ete 
saisie permet d'effectuer cette operation simultanement 
k d'autres, notamment un deplacement de la plaque, 
L'operation d'orientation d'une plaque alors quecelle-ci 
est saisie permet d'eviter I'utiiisation d'un poste de trai- 
tement specifique k I'orientation des plaques de semi- 
conducteur, d'oO un gain d'espace pour le traitement 
des plaques. 

[0013] Selon unecaracteristique avantageuse, lepro- 
cede selon l'invention comprend en outre les stapes 
suivantes : 

retirer ladite au moins une plaque de semi-conduc- 
teur hors dudit support avec un troisieme deplace- 
ment dudit bras de prehension selon ladite premie- 
re direction, inverse dudit premier deplacement, 
deplacer ladite au moins une plaque de semi-con- 
ducteur d'un lieu k un autre dans I'espace k trois 
directions ou dimensions, avec des deplacements 
dudit bras choisis parmi les trois directions de I'es- 
pace, ladite etape consistant k orienter ladite au 
moins une plaque de semi-conducteur de maniere 
k placer ledit repere de positionnement dans une 
position determinee, ayant lieu simultanement aux 
deplacements dudit bras de prehension. 

[0014] Seion unecaracteristiqueavantageuse, le pro- 
cede en outre consiste k: 

penetrer au moyen d'un bras de prehension dans 
ledit support avec un premier deplacement dudit 
bras selon une premiere direction de i'espace, 
saisir une pluralite de plaques de semi-conducteur 
par la partie peripherique de ces dernieres avec un 
deuxieme deplacement dudit bras selon une 
deuxieme direction de I'espace, 
orienter Iesdites plaques de semi-conducteur sal- 
sies, de maniere k aligner lesdits reperes de posi- 
tionnement respectifs desdites plaques de semi- 
conducteur. 



10 



[001 5] Selon une caracteristique avantageuse, le pro- 
cede ci-dessus comprend en outre les etapes 
suivantes : 

retirer ladite pluralite de plaques de semi-conduc- 
teur hors dudit support avec un troisieme deplace- 
ment dudit bras de prehension selon ladite premie- 
re direction, inverse dudit premier deplacement, 
- deplacer ladite pluralite de plaques de semi-con- 
ducteur d'un lieu k un autre dans I'espace k trois 
directions ou dimensions, avec des deplacements- 
dudlt bras choisis parmi les trois directions de I'es- 
pace, ladite etape consistant k orienter Iesdites pla- 
ques de semi-conducteur saisies de maniere k ali- 
gner leurs reperes de positionnement respectifs, 
ayant lieu simultanement aux deplacements dudit 
bras de prehension. 



[001 6] L'invention selon la revendication 5 se rappor- 
20 te egalement k un dispositif permettant un changement 
de position d'au moins une plaque de semi-conducteur 
munie d'au moins un repere de positionnement et pla- 
cee dans un support destine k loger une pluralite de pla- 
ques de semi-conducteur, ledit dispositif comprenant un 
25 bras de prehension de ladite au moins une plaque de 
semi-conducteur, des moyens de deplacement dudit 
bras de prehension. 

[0017] Selon une caracteristique avantageuse, les- 
dits moyens de prehension comprennent : 



15 



30 



35 



des moyens de prise par la partie peripherique 
d'une pluralite de plaques de semi-conducteur, 
des moyens d'orientation desdites plaques de 
semi-conducteur saisies, cooperant avec lesdits 
moyens de prise afin d'aligner lesdits reperes de po- 
sitionnement respectifs desdites plaques de semi- 
conducteur. 



[0018] L'invention se rapporte egalement k un bras 
40 de prehension de semi-conducteur munie d'an moins un 
repere de positionnement, permettant une saisie d'au 
moins une plaque de semi-conducteur plac6e dans un 
support destine k loger une pluralite de plaques de 
semi-conducteur, caracterise en ce que ledit bras 
<5 comprend : 



des moyens de prise par la partie peripherique de 
ladite au moins une plaque de semi-conducteur, 
des moyens d'orientation de ladite au moins une 
plaque de semi-conducteur cooperant avec lesdits 
moyens de prise afin de placer ledit repere de po- 
sitionnement dans une position determinee, 



50 



lesdits moyens de prise et lesdits moyens d'orientation 
55 etant disposes sur une structure rigide, lesdits moyens 
de prise etant repartis sur le perimetre de la partie pe- 
ripherique de ladite au moins une plaque de semi-con- 
ducteur. 
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[00191] Selon une caracteristique avantageuse, les- 
dits moyens de prise comprennent au moins trois bu- 
tees dotees respectivement d'un degre de liberte en ro- 
tation et reparties sur le pSrimfctre de la partie p6riph§- 
rique de ladlte au moins une plaque de semi-conduc- 
teur, et lesdits moyens d'orientation comprennent un ga- 
let d'entratnement par friction de ladite au moins une 
plaque de semi-conducteur. 

[0020] Selon une autre caracteristique avantageuse, 
ledit galet d'entratnement est constitu6 par une desdites 
trois buteesqui esttendue au moins partiellement mo- 
trice. 

[0021] Seion une autre caracteristique avantageuse, 
ledit repfcre de positionnement est une encoche placee 
sur la partie peripherique de ladite au moins une plaque 
de semi-conducteur, et lesdites trois butees compren- 
nent respectivement deux galets entratn6s adjacents et 
iibres en rotation. 

[0022] Selon une autre caracteristique avantageuse, 
lesdits galets entraTn6s component respectivement an 
. moins une premiere surface tronconique de contact, 
pour permettre un appui de ladite au moins une plaque 
de semi-conducteur par Tintemtediaire d'une ar§te pe- 
ripherique de cette demifere. 
[0023] Seion une autre caracteristique avantageuse, 
une g6neratrlce de ladite au moins premiere surface 
tronconique de contact forme un angle compris entre 5° 
et 45° avec une perpendiculaire k ladite au moins une 
plaque de semi-conducteur. 

[0024] Seion une autre caracteristique avantageuse, 
lesdits galets entraines comportent respectivement une 
deuxfeme surface tronconique dont le sommet est liee 
k la base de ladite premiere surface tronconique, et dont 
la g<Sn6ratrice forme un angle avec une perpendiculaire 
k ladite au moins une plaque de semi-conducteur, su- 
perieur k Tangle de la g<§n6ratrice de ladite premiere sur- 
face tronconique. 

[0025] Selon une autre caracteristique avantageuse, 
lesdits moyens d'orientation comprennent un premier 
faisceau apte k etre coupe lorsque ladite encoche n'est 
pas en face dudit premier faisceau, et un detecteur de 
coupure dudit premier faisceau. 
[0026] Selon une autre caracteristique avantageuse, 
le bras de prehension selon invention comprend des 
moyens de reperage de la position de ladite au moins 
une plaque de semi-conducteur lorsqu'elle est placee 
dans ledit support. 

[0027] Selon une autre caracteristique avantageuse, 
lesdits moyens de reperage comprennent un deuxfeme 
faisceau coopSrant avec ledit premier faisceau et une 
dimension caracteristique de ladite au moins une pla- 
que de semi-conducteur pour permettre d'etablir la.po- 
sition de ladite au moins une plaque de semi-conducteur 
dans fedit support. 

[0028] Selon une autre caracteristique avantageuse, 
lesdits moyens de reperage comprennent untroisfeme 
faisceau cooperant avec lesdits premier ou deuxteme 
faisceaux et une dimension caracteristique de ladite au 



moins une plaque de semi-conducteur pour permettre 
d'etablir la position de ladite au moins une plaque de 
semi-conducteur dans ledit support lorsque ledit pre- 
mier ou deuxifcme faisceau est place en face de ladite 
5 encoche. 

[0029] Seion une autre caracteristique avantageuse, 
le bras de prehension selon invention comprend : 

des moyens de prise par la partie p§ripherique 
10 d'une plurality de plaques de semi-conducteur, 
- des moyens d'orientation. desdites plaques de 
semi-conducteur saisies, cooperant avec lesdits 
moyens de prise afin d'aiigner lesdits repferes de po- 
sitionnement respectifs desdites plaques de semi- 
is conducteur. 

[0030] ^invention sera mieux comprise et d'autres 
caracteristiques et avantages apparattront k la lecture 
de la description qui suit des exemples de mode de rea- 
20 lisation de proc6des, dispositifs, et bras de prehension 
selon Tinvention, accompagn6e des dessins annexes, 
exemples donnes k titre d'illustration et sans qu'aucune 
interpretation restrictive de Tinvention ne puisse en etre 
tir6e. 

25 [0031] La figure 1A repr£sente en perspective un 
exemple de mode de realisation d'un dispositif seion Tin- 
vention, permettant un changement de position d'au 
moins une plaque de se-conducteur. 
[0032] La figure 1 B represente en perspective un de- 

30 tail agrandi de la figure 1 A. 

[0033] La figure 2 represente en perspective un pre- 
mier exemple de mode de realisation d'un bras de pre- 
hension selon Tinvention. 

[0034] La figure 3 represente en vue de dessus 
35 Texemple de la figure 2. 

[0035] La figure 4 represente en vue laterale Texem- 
ple de la figure 2. 

[0036] La figure 5 represente un premier detail agran- 
di, en vue laterale, de Texemple de la figure 2. 
40 [0037] La figure 6 represente un deuxteme detail 
agrandi, vue en coupe partielle, de Texemple de la figure 
2. 

[0038] La figure 7 represente en perspective un 
deuxieme exemple de mode de realisation d'un bras de 

45 prehension selon Tinvention. 

[0039] Le dispositif 1 00 represente sur les figures 1 A, 
et 1B partiellement, permettant un changement de po- 
sition des plaques de semi-conducteur munies respec- 
tivement d'un repere de positionnement et placees dans 

so un support (non represente) destine k loger une pluralite 
de plaques de semi-conducteur, comprend des moyens 
de prehension 110 d'une plaque de semi-conducteur, 
des moyens de deplacement 120 des moyens de pre- 
hension 110. Les moyens de prehension 110 seront ex- 

55 pliques en detail plus loin avec I'aide des figures 2k6 
et comprennent des moyens de prise 5 par la partie pe- 
ripherique de la plaque de semi-conducteur, des 
moyens d'orientation 6 de la plaque de semi-conducteur 
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cooperant avec les moyens de prise 5 af in de placer le 
repfcre de positlonnement dans une position determi- 
n6e. 

[0040] Le dispositlf 1 00 comprend une ossature 1 01 
sur laquelle viennent se fixer deux supports de plaques 5 
de semi-conducteur (non represents). Les deux sup- 
ports se fixent respectivement sur des platines de re- 
ception (non representees), placees par exemple k cote 
Tune de i'autre, et k I'aplomb de portes 102 et 103, et 
presentent des plaques superposees dans des ioge- 10 
ments respectifs du support, en position horizontals. Le 
dispositif 1 00 permet de transferer des plaques de semi- 
conducteur d'un support k I'autre tout en autorisant un 
placement des reperes respectifs de ces plaques dans 
une position d£termin£e. A cet effet, les moyens de pre- 15 
hension 1 1 0 sont lies k des moyens de deplacement 1 20 
de manfere k §tre mobiles dans les trois dimensions X, 
Y, et Z de Pespace, comme represente sur les figures 
1 A, et 1 B partiellement. 

[0041] Les moyens de prehension 110, places en face 20 
d'un premier support flx6 par exemple k I'aplomb de la 
porte 1 03, permettent ainsi de seiectionner la plaque de 
semi-conducteur & saislr dans ce support, au moyen du 
deplacement en Z, de penetrer ensuite dans ie support 
k Taide du deplacement en Y, de saisir la plaque k i'aide 25 
du deplacement en Z vers le haut sans heurter la plaque 
eventuellement placee au dessus, de retirer la plaque 
du support k I'aide d'un deplacement inverse en Y, d'uti- 
iiser les deplacements en X et Z pour positionner les 
moyens de prehension 110 en face du deuxidme sup- so 
port place k i'aplomb de la porte 102 et du logement 
approprie dans ce support pour la plaque saisie. Pen- 
dant ces deplacements, la plaque de semi-conducteur 
sera avantageusement orientee dans une position de- 
terminee, par exemple afln que toutes les plaques de 35 
semi-conducteur aient leur reperes respectifs alignes. II 
est k noter que selon les besoins, le dispositif represen- 
te sur la figure 1 A permet d'orienter les plaques dans un 
support sans les deplacer dans I'autre support ; il suffit 
pour cela de placer les moyens de prehension 11 0 en *o 
position de saisir une plaque dans son support, c'est k 
dire placer les moyens 1 1 0 sous la plaque a saisir, saisir 
la plaque k I'aide du deplacement en Z vers le haut sans 
heurter la plaque eventuellement placee au dessus, et 
d'orienter la plaque dans la position choisie avant de la 45 
deposer k nouveau dans le m§me logement, puis de 
retirer les moyens de prehension 110. 
[0042] La figure 1 B montre les moyens de prehension 
110 lies k une premiere partie 121 des moyens de de- 
placement 120, demaniere &permettre un deplacement so 
des moyens de prehension selon un degre de liberte en 
translation dans la direction Z. Cette premiere partie 121 
des moyens de deplacement est liee avec un degre de 
liberte en translation selon la direction Y k une deuxieme 
partie 1 22 des moyens de deplacement 1 20, elle-meme ss 
liee avec un degre de liberte en translation selon la di- 
rection X k I'ossature 101 du dispositif 100, comme re- 
presente sur la figure 1 A. 



[0043] Selon une alternative 'non representee, les 
moyens de prehension peuvent comprendre des 
moyens de prise par la partie peripherique d'une plura- 
lite de plaques de semi-conducteur, des moyens 
d'orientation des plaques de semi-conducteur saisies, 
cooperant avec les moyens de prise afin d'allgner les 
reperes de positionnement respectifs desdites plaques 
de semi-conducteur. Cette alternative peut etre obtenue 
en remplacant sur le dispositif 100 represente, les 
moyens de prehension 110 par le bras de prehension 
represente sur la figure 7 et decrit plus loin. 
[0044] II est k noter que le bras de prehension 1 re- 
presente sur les figures 2 & 4 constltue les moyens de 
prehension 110 du dispositif 100 represente sur les fi- 
gures 1 A, et 1 B partiellement. 
[0045] Le bras de prehension 1 represente sur les fi- 
gures 2 & 4 permet la saisie d'une plaque de semi-con- 
ducteur 2, en forme de disque, placee dans un support 
(non represente) destine k loger une pluralite de pla- 
ques de semi-conducteur simiiaires. Les plaques de 
semi-conducteur 2 sont munies respectivement d'un re- 
pere de positionnement 3, se presentant essentlelle- 
ment sous la forme d'une encoche 3 formee sur la partie 
peripherique 4 de la plaque 2. On appelle partie peri- 
pherique 4 de la plaque de semi-conducteur 2 la surface 
formee par la tranche de la plaque y compris les deux 
aretes d'extremites de cette surface. Cette surface for- 
mee par la tranche peut etre par exemple cylindrique ou 
adopter sensiblement une forme de deml tore circulaire 
exterieur. La partie peripherique de la plaque pourra 
comprendre de maniere alternative les surfaces annu- 
laires superieure et inf erieure d'extremites de la plaque, 
en forme de couronne de faibie epaisseur. 
[0046] Le bras de prehension 1 represente sur les fi- 
gures 2 a 4 comprend des moyens de prise 5 par la par- 
tie. peripherique 4 de la plaque de semi-conducteur 2, 
des moyens d'orientation 6 de la plaque de semi-con- 
ducteur 2 cooperant avec les moyens de prise 5 afin de 
placer le repere de positionnement 3 dans une position 
determinee, comme cela sera explique plus loin. 
[0047] Les moyens de prise 5 et d'orientation 6 sont 
disposes sur une structure rigide 7 permettant son in- 
sertion au moins partielle entre deux plaques successi- 
ves placees dans un support, par exemple comme re- 
presente sur la figure 4 entre les plaques 2 et 2B repre- 
sente en trait mixte. La plaque superieure 2A en trait 
mixte represente la plaque de semi-conducteur placee 
dans le support (non represente), k ne pas heurter lors 
de la saisie de la plaque 2. Les moyens de prise com- 
prennent avantageusement trols butees 8 dotees res- 
pectivement d'un degre de liberte en rotation et ^par- 
ties sur le perimetre de la partie peripherique 4 de ia 
plaque 2, et les moyens d'orientation 6 comprenneni un 
galet d'entraTnement 9 par friction de la plaque 2. 
[0048] La structure rigide 7 peut par exemple adopter 
la forme d'un profil en U & la base duquel se trouvent 
deux des trois butees 8, la troisieme butee 8 etant dis- 
pos6e sur une 10 des branches du U, et le galet d'en- 
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traTnement 9 etant dispose sur I'autre 11 branche du U, 
comme represente sur la figure 3. Une barre 12 de ren- 
fort peut relier les branches du U a mi-hauteur, comme 
represente sur la figure 3. La f orme de la structure rigide 
7 peut etre tres variee, celle-ci devant pouvoir §tre in- * 
ser6e en partie entre deux plaques successives de ma- 
nure que les moyens de prise 5 puissent saisir une pla- 
que par sa partie peripherique. La structure rigide doit 
egalementpermettre une orientation de la plaque saisie 
sans deformation excessive de la partie peu epaisse 10 
d'extremfte devant etre inseree entre deux plaques. Af in 
d'obtenir un bras de prehension pert ormant, on choisira . 
une structure 7 dffrant une excellente resistance pour 
un poids minimal. Les branches 10 et 11 du U qui sont 
destinees a pouvoir penetrer entre deux plaques sue- *5 
cessives peuvent avantageusement etre constitutes 
d'un materiau metallique, et les parties 1 2 et 1 3 de jonc- 
tion des branches, ainsi que les extrdmites 14 et 15 des 
branches du U ne penetrant pas entre les plaques de 
semi-conducteur peuvent etre constitutes d'un mate- 20 
riau plastique rigide. 

[0049] Le galet 9 d'entratnement par friction possede 
une bande d'entratnement par friction apte a agir sur la 
partie peripherique de la plaque 2 de semi-conducteur 
af in d'entraTner cette demiere en deplacement angulai- 25 
re de preference par adherence sur une partie au moins 
ou la totalite d'une generatrice de la surface constituant 
la partie peripherique 4 de la plaque 2, pour obtenir un 
bon coefficient d'adherence. La bande 27 d'entratne- 
ment du galet 9 peut etre realiste par exemple au 30 
moyen d'un joint torique 25 en materiau eiastique de 
preference dur, par exemple d'une durete shore de Tor- 
dre de 70 a 80, monte sur une roue 26 d'entratnement, 
comme represente sur ia figure 6. Le joint torique 25 
sera de preference usine pour presenter une surface 35 
d'entratnement cylindrique. 

[0050] Le galet d'entratnement 9 est entratne en ro- 
tation par un moteur 20 place sur une partie rigide du 
bras, par exemple sur la barre 1 2 de renfort comme re- 
presente sur les figures 2 a 4. La transmission du mou- *o 
vement de rotation entre le moteur 20 et le galet 9 peut 
se faire par courroie, engrenages, ou analogue. 
[0051] Le galet d'entratnement peut, de maniere al- 
ternative, etre constitue par une des trois butees 8 qui 
serait alors rendue motrice, au moins partiellement. ^ 
Dans ce cas (non represente), la butee motrice assure 
la fonction de permettre un deplacement angulaire de 
la plaque de semi-conducteur, une rotation dans le cas 
represente, et la fonction de participer, en cooperation 
avec les deux autres butees, a la saisie de la plaque de 50 
semi-conducteur, et assurer I'equilibrestatique de cette 
derniere. La butee 8 rendue motrice devra presenter 
une bande d'entratnement appropriee, par exemple 
comme decrit cl-dessus pour le galet 9 d'entratnement. 
[0052] Les trois butees 8 comprennent avantageuse- ss 
ment et respectivement deux galets 8 A et 8B entratnes, 
adjacents et libres en rotation, comme represente sur 
ia figure 3. Ceci af in d'tviter que I'encoche 3 constituant 
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le repere de positionnement de la plaque 2 ne perturbe 
la motricite du galet d'entratnement ou T6quilibre stati- 
que de la plaque lorsque I'encoche 3 passe au niveau 
d'une butee 8 lors d'une rotation de la plaque, ou lorsque 
I'encoche se trouve en face d'une butee 8 lors de la sai- 
sie de la plaque dans le support (non represente). Les 
galets entratnes sont posltionnes de maniere que leurs 
surfaces respectlves de contact avec la plaque 2 soient 
tangentes a la surface de tranche de la plaque. Ainsi, si 
I'encoche 3 se trouve en face de I'une des trois butees 
8A ou 8B, la butee adjacente 8B ou 8A respectivement, 
assurera I'equilibrestatique et dynamlque de la plaque. 
Dans le cas evoque plus haut d'une des butees 8 rendue 
motrice, un seul des galets 8A ou 8B serait rendue mo- 
teur, I'autre ttant entratne. 

[0053] Sur I'exemple represente, les axes de rotation 
des galets entratnes 8A et 8B et du galet d'entratnement 
9 sont perpendicuiaires au plan horizontal d£fini par la 
plaque de semi-conducteur 2. On peuttoutefois enyisa- 
ger des axes ayant une autre direction, en fonction du 
profil de contact des galets sur la plaque, de maniere 
que ces derniers n'entrent pas en contact avec I'une ou 
I'autre des faces de la plaque de semi-conducteur. 
[0054] Un galet entratne 8A ou 8B, comme represen- 
ts sur la figure 5, comporte avantageusement une pre- 
miere surface tronconique 16 de contact, pour permet- 
tre un contact de la plaque 2 de semi-conducteur par 
I'intermediaire d'une arete peripherique 1 7 de cette der- 
niere. Sur la figure 5, le galet 8A ou 8B est represente 
en vue laterale, et II est prevu pour saisir une plaque 
placee de maniere sensiblement ou exactement hori- 
zontal. De maniere avantageuse, une generatrice de 
la premiere 1 6 surface tronconique de contact forme un 
angle a compris entre 5° et 45° avec une perpendicu- 
laire a la plaque 2 de semi-conducteur. De maniere 
avantageuse, un galet 8A ou 8B entratne comporte une 
deuxieme 1 8 surface tronconique dont le sommet 1 9 est 
liee a la base de la premiere 16 surface tronconique, et 
dont la generatrice forme un angle avec une perpendi- 
culaire a la plaque 2 de semi-conducteur, superieur a 
Tangle a de la generatrice de la premiere 16 surface 
tronconique. De maniere alternative, le sommet 19 de 
la deuxieme surface tronconique 18 de chaque butee 
8A, 8B pourra presenter une surface plane annulaire ho- 
rizontale (non representee) adoptant la forme d'une 
couronne d'epaisseur radiale faible permettant a la pla- 
que de reposer sur Textr&nite annulaire de sa surface 
inferieure. 

[0055] II est a noter que d'autres types de surface de 
revolution pourront etre adoptes en remplacement des 
surfaces tronconiques 16 et 18 decrites, par exemple 
des premiere et deuxieme surfaces de revolution for- 
mees par une generatrice courbe donnant lieu a des 
surfaces concaves, convexes, ou autres par exemple. 
[0056] La hauteur de la premiere 1 6 surface tronco- 
nique de contact sera def inie en accord avec, la hauteur 
disponible entre deux plaques successives, Pinclinaison 
selon Tangle a de la generatrice de la surface 16 et la 
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precision de la position relative du bras de prehension 
par rapport k une plaque avant sa saisie, de manure 
que la plaque saisie se trouve en appui de preference 
sur les premieres 1 6 surfaces tronconiques, ou sur les 
premieres et deuxifcmes 1 8 surfaces tronconiques des 5 
galets entra?n6s 8A et 8B. Par exemple, pour une hau- 
teur donnee de la premiere 16 surface tronconique, 
fonction de I'espace disponible entre deux plaques sue- 
cessives sur le support des plaques, la longueur de la 
projection horizontal de la g§n6ratrice de ia premiere 10 
surface tronconique devra etre supSrieure ou egale k 
I'erreur radiale possible de position du bras par rapport 
k la plaque de semi-conducteur. 
[0057] Les galets entra!n6s 8A et 8B seront de prefe- 
rence realises dans un maferiau plastique rigide et '5 
adopteront une faible inertie en rotation afin d'etre en- 
traTnes en rotation aisement parfriction par la plaque de 
semi-conducteur, Les galets 8A et 8B seront k cet effet 
de preference monfes sur la structure 7 par Nnterme- 
diaire de roulements (non repfesenfes). 20 
[0058] li est k noter que les galets entraines 8A et 8B 
repfesenfes sur les figures 2 & 5 sont pfevus pour per- 
mettre la saisie d'une plaque disposee de maniere ho- 
rizontal, comme cela a ete dit ci-dessus. II peut 6gale- 
ment etre envisage de saisir une plaque placee dans 25 
une autre position, par exemple verticale, Dans ce cas, 
les galets devront comporter des moyens peimettant 
dfeviter que ia plaque ne se libdre des moyens de prises 
sous I'effet de la gravife ou du deplacement du bras de 
prehension, par exemple une troisieme surface tronco- so 
nique (non representee) symetriquede la deuxieme sur- 
face tronconique par rapport au plan de la plaque, une 
des trois butees 8 etant alors par exemple montee mo- 
bile sur ia structure rigide 7 afin de permettre k la plaque 
un franchissement de la troisieme surface tronconique 35 
et un rapprochement de ia bufee mobile jusqu'au con- 
tact avec ia tranche de la plaque pour ne laisser k cette 
derni&re qu'un degre de liberie en rotation. 
[0059] Les moyens d'orientation 6 du bras de prehen- 
sion represente sur les figures 2k4 comprennent avan- 40 
tageusement un premier faisceau 21 apte k etre coupe 
lorsque I'encoche 3 de la plaque 2 n'est pas en face du 
faisceau 21 , et un detecteur 23 de coupure du premier 
faisceau 21 . Le faisceau 21 peut par exemple etre un 
faisceau lumineux de preference vertical emis par une 45 
diode eiectroluminescente 22 et 1e detecteur etre une 
cellule photosensible 23 placee en face de ia diode 
emettrice. Le faisceau 21 sera place de telle sorte que 
lors d'un deplacement angulaire de la plaque 2 sous I'ef- 
fet du galet d'entramement 9, Pencoche 3 puisse laisser so 
traverser le faisceau 21 jusqu'a la cellule photosensible 
23, le faisceau 21 etant dans le cas contraire coupe par 
la plaque 2. Lorsque la position de I'encoche 3 a ete 
reperee par la reception du faisceau 21 sur la cellule 
photosensible 23, la plaque 2 est orienfee par le galet 55 
moteur 9 de la valeur angulaire desiree afin de placer 
le repere 3 dans une position determinee. Le fonction- 
nement du galet 9 et de la cellule photosensible 23 au 
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moins sera avantageusement cornmande et contrfiie 
par une unite centrale (non representee) avantageuse- 
ment automatisee en fonction des operations k realiser. 
[0060] Le bras de prehension represente sur les figu- 
res 2 k 4 comprend avantageusement des moyens de 
reperage 21 , 24 de la position de la plaque 2 de semi- 
conducteur lorsqu'elle est plac6e dans un support (non 
represente). Les moyens de reperage ont pourfonction 
de permettre un positionnement optimal du bras de pre- 
hension avant de saisir une plaque 2 de semi-conduc- 
teur. Le reperage consiste k localiser deux points quei- 
conques de la partie peripherique 4 d'une plaque 2 k 
saisir, par exemple par I'lntermediaire de deux f aisceaux 
21 et 24 places sur la structure 7 du bras, et def inissant 
respectivement les deux points sur un plan horizontal, 
comme represente sur la figure 3 dans le plan de la 
feuille. Le faisceau 24 peut par exemple etre un faisceau 
lumineux emis par une diode eiectroluminescente et le 
detecteur etre une cellule photosensible placee en face 
de la diode emettrice. Les moyens de rep6rage com- 
prennent avantageusement le premier 21 et le deuxie- 
me faisceau 24 vertical cooperant avec le premier fais- 
ceau et une dimension caracferistique de la plaque 2 de 
semi-conducteur, en Pexemple le diametre exferieur de 
la plaque, pour permettre d'etablir ia position de la pla- 
que de semi-conducteur dans le support (non represen- 
te), dans un plan horizontal. 

[0061] Les deux points de la partie peripherique 4 de 
la plaque 2 sont localises lors de petits deplacements 
d'approche du bras comportant les faisceaux 21 et 24 
en vue d'un positionnement approprie pour une saisie 
de ia plaque. Les deux faisceaux 21 et 24 distincts per- 
mettent de localiser la corde d'un arc de la partie peri- 
pherique circuiaire de la plaque 2, d5s que les faisceaux 
sont coupes par la partie peripherique de la plaque, cor- 
de qui combinee k la connaissance du diarrfetre de cette 
partie circuiaire de la plaque permet de determiner la 
position de la plaque et de placer le bras dans une po- 
sition relative apprppriee en vue d'une saisie de la pla- 
que entre les butees 8 comme explique plus haut. 
[0062] II est k noter que le premier faisceau 21 , utilise 
dans le cadre des moyens d'orientation de la plaque, 
est egalement avantageusement utilise dans le cadre 
des moyens de reperage afin de simplifier le bras de 
prehension. II est bien sQr possible d'utiliser de manure 
alternative deux faisceaux distincts pour les moyens 
d'orientation et de reperage, respectivement. 
[0063] De maniere alternative et avantageuse, les 
moyens de reperage comprennent un troisieme fais- 
ceau (non represente) cooperant avec le premier 21 ou 
deuxieme 24 faisceau et une dimension caracferistique 
de la plaque de semi-conducteur, son diametre exfe- 
rieur dansl'exemple, pour permettre d'etablir la position 
de la plaque de semi-conducteur dans son support lors- 
que le premier ou deuxieme faisceau est place en face 
de I'encoche servant de repere de positionnement. A 
cet effet, le troisieme faisceau sera place en tout endroit 
permettant d'obtenir la corde d'un arc de la partie peri- 



7 



BNSDOCID: <EP 1 07839 1B1 I > 



BNS Daaa 



13 



EP1 078 391 B1 



14 



pherique de la plaque, en combinaison avec celui des 
premier ou deuxifcme falsceau qui n'est pas place en 
face de I'encoche, et de retrouver la configuration de 
deux points d'une ; corde d'arc de la partie peripherique 
de la plaque. En effet, I'encoche p6n£tre en general 
dans la plaque selon une longueur non negligeable et 
pourrait entratner de ce fait une mesure erronee de Pare, 
et done de la position de la plaque. Le troisfemefaisceau 
permet de s'assurer que deux faisceaux au moins ne 
seront pas en face de I'encoche, pour obtenir une corde. 
Le troisfeme faisceau peut §tre realise de maniere simi- 
laire aux deux premiers. 

[0064] Le fonctionnement du bras de prehension re- 
presentor les figures 2 k 4 est le suivant : le bras est 
introduit dans un support contenant des plaques de 
semi-conducteur dont on veut modifier la position, par 
exemple comme decrit plus haut k Paide des figures 1 A 
et 1 B. L'approche du bras sous une plaque se fait avec 
Paide des moyens de repSrage comme decrit egalement 
plus haut de maniere que le bras soit place dans une 
position telle qu'un deplacement vers le haut de celui-ci 
entraTne ia saisle de la plaque entre les galets 8A et 8B 
du bras. La plaque doit, lors de la saisie, reposer au 
moins sur les premieres surfaces tronconiques 1 6 d'une 
partie des gaiets 8A, 8B de manure que celle-ci se cen- 
tre d'elle-m§me par gravite ou des sa mlse en mouve- 
ment angulaire par le galet d'entraTnement, sensible- 
ment ou exactement au sommet 1 9 de la deuxiSme sur- 
face tronconique 1 8 de chaque galet entraTne. Ainsi, la 
plaque repose de preference sur les butees 8A et 8B 
par son arete peripherique inferieure 17, comme repre- 
sents sur ia figure 5. La plaque est ensuite mise en mou- 
vement angulaire par le galet d'entraTnement 9 jusqu'& 
ce que I'encoche 3 passe sur le faisceau 21 permettant 
k la cellule photosensible 23 d'etre actionnSe et permet- 
tant ainsi un reperage de la position angulaire de la pla- 
que dont la rotation est ensuite effectu6e par rapport k 
cette position afin de placer la plaque dans la position 
determinee. Lors de ia rotation de la plaque, celle-ci est 
en appui sur les premieres surfaces tronconiques 16 
d'une partie des galets 8A, 8B. Lorsque la position de- 
sire est atteinte, la plaque est reposee dans le support 
comme decrit plus haut. 

[0065] Le bras de prehension represente sur la figure 
7 comprend des moyens de prise par la partie periphe- 
rique d'une plurality de plaques 2 de semi-conducteur, 
des moyens d'orientation des plaques de semi-conduc- 
teur saisies, coop6rant avec les moyens de prise afin 
d'aligner les repSres de positionnement respectifs des 
plaques de semi-conducteur saisies par le bras. Les 
moyens de prise comprennent une plurality de structu- 
res 7 partielles, aptes k etre inserees respectivement 
dans les espaces libres entre plaques de semi-conduc- 
teur d'un support (non represente), et reliees par un sup- 
port rigide 30 commun, comme represente. Chaque 
structure porte un galet d'entraTnement en rotation de la 
plaque qu'elle est destin6e k soutenir, trois butees 8 
d'appui de cette plaque, et deux faisceaux 21 et 24, 



comme decrit precSdemment pour une structure 7. Le 
bras represents sur ia figure 7 permet de saisir avanta- 
geusement simultanement une plurality de plaques 2 
placees dans un support, et d'orienter avantageuse- 
s ment simultanement ces plaques de manure k les pla- 
cer dans une position determinSe, par exemple de ma- 
niere k aligner leurs encoches 3. Ainsi, Palignement des 
encoches peut se faire par exemple pendant un trans- 
fer des plaques d'un lieu k un autre. 
w [0066] Plusieurs exemples de precedes selon inven- 
tion vont maintenant §tre decrits. Un premier exemple 
procede selon I'invention consiste en un procede meca- 
nique permettant un changement de position d'une ou 
plusieurs plaques de semi-conducteur munie d'une en- 
's coche et plac6e dans un support destine k loger une 
pluralite de plaques de semi-conducteur, consistant k 
saisir la ou les plaques de semi-conducteur par la partie 
peripherique de celles-ci, orienter la ou les plaques de 
semi-conducteur afin de placer leur(s) encoche(s) dans 
20 une position determinee. Un tel proc6d6 peut, par exem- 
ple, etre mis en oeuvre par un dispositif selon I'invention 
tel que decrit plus haut, permettant notamment un ali- 
gnement des encoches des plaques de semi-conduc- 
teur plac6es dans un support sans retirer ces plaques 
25 de leur support. 

[0067] Un deuxieme exemple de procede selon I'in- 
vention consiste k d6placer d'un iieu k un autre la ou les 
plaques de semi-conducteur et orienter simuitan6ment 
celles-ci de maniere k placer leurs encoches dans une 
30 position determinee, par exemple de maniere k aligner 
les encoches. Un tel proc6de peut par exemple §tre mis 
en oeuvre par un dispositif de transfert de plaques tel 
que decrit plus haut. 
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Revendications 



1 . Procede m6canique permettant un changement de 
position d'au moins une plaque de semi-conducteur 

40 (2) munie d'au moins un repere de positionnement 
(3) et placee dans un support comportant une plu- 
ralite de logements superposes dans une premiere 
direction (Z) perpendiculaire k la surface de la pla- 
que, ledit procede comprenant les etapes 

45 suivantes : 

a) penetrer au moyen d'un seul bras de prehen- 
sion (1) dans ledit logement avec un premier 
deplacement dudit bras selon une deuxISme di- 

50 rection (Y) de Pespace parallSle k la surface de 

la plaque, 

b) saisir ladite au moins une plaque de semi- 
conducteur par la partie peripherique (4) de cet- 
te dem ifere avec un deuxieme deplacement du- 

55 dit bras selon la premiere direction (Z) de I'es- 

pace, et 

c) orienter au moyen dudit bras ladite au moins 
une plaque de semi-conducteur ainsi saisie, de 




maniere k placer (edit repere de positionne- 
ment dans une position determinee. 

2. Procede selon la revendication 1 , caracterise en 

ce gt/il comprend en outre les etapes suivantes : 5 

d) retirer ladite au moins une plaque de semi- 
conducteur hors dudit logement avec un troi- 
sieme deplacement dudit bras de prehension 

(1) selon ladite seconde direction (Y), inverse 10 
dudit premier deplacement, 

e) depiacer ladite au moins une plaque de 
semi-conducteur (2) d'un lieu k un autre dans 
I'espace & trois directions ou dimensions (X, Y, 

Z) avec des deplacements dudit bras choisis 15 
parmi les trois directions (X, Y, Z) de I'espace, 
ladite etape (c) consistant k orienter ladite au 
moins une plaque de semi-conducteur de ma- 
niere k placer ledit repere de positionnement 

(3) dans une position determinee, ayant lieu si- 20 
multanement aux deplacements dudit bras de 
prehension. 

3. Proc6de mecanique selon la revendication 1 , per- 
mettant un changement de position d'une plurality 25 
de plaques de seml-conducteur (2) munles chacu- 

ne d'au moins un repere de positionnement (3) et 
placees chacune dans un support comportant une 
plurality de logements superposes dans une pre- 
miere direction (Z) perpendiculaire k la surface des 30 
plaques, 

caract6rise' en ce qtfW comprend les etapes 
suivantes : 

i) p§netrer au moyen d'un bras de prehension 35 
simultanement dans lesdits logements du sup- 
port avec un premier deplacement dudit bras 
selon la seconde direction (Y) de I'espace, 

ii) saisirsimultanement une plurality de plaques 

de semi-conducteur par la partie pedipherique <o 

(4) de ces dernieres avec un deuxieme depla- 
cement dudit bras selon la premiere direction 
(Z) de I'espace, et 

iii) orienter lesdites plaques de semi-conduc- 
teur ainsi simultanement saisies, de maniere k 45 
aligner lesdits reperes de positionnement res- 
pectifs desdites plaques de semi-conducteur. 

4. Procdde selon la revendication 3, caracterise en 

ce qir\\ comprend en outre les etapes suivantes : 50 

iv) retirer ladite pluralite de plaques de semi- 
conducteur (2) hors des logements respectifs 
dudit support avec un troisieme deplacement 
dudit bras de prehension selon ladite seconde ss 
direction (Y), inverse dudit premier deplace- 
ment, et 

v) deplacer ladite pluralite de plaques de semi- 




conducteur d'un lieu k Tautre dans I'espace k 
trois directions ou dimensions (X, Y, Z), avec 
des deplacements dudit bras choisis parmi les 
trois directions (X, Y, Z) de I'espace, ladite eta- 
pe iii) consistant k orienter lesdites plaques de 
semi-conducteur saisies de maniere a aligner 
leurs reperes de positionnement respectifs, 
ayant lieu simultanement aux deplacements 
dudit bras de prehension. 

5. Dispositif permettant un changement de position 
d'au moins une plaque de semi-conducteur (2) mu- 
nie d'au moins un repere de positionnement (3) et 
plac6e dans un support comportant une pluralite de 
logements superposes dans une premiere direction 
(Z) perpendiculaire k la surface de la plaque, ledit 
dispositif comprenant un seul bras de prehension 
et des moyens de deplacement dudit bras de pre- 
hension, 

lesdits moyens de deplacement comprenant : 

une deuxieme partie (122) permettant au dit 
bras de prehension de p6n6trer dans ledit lo- 
gement avec un premier deplacement dudit 
bras selon une deuxieme direction (Y) de i'es- 
pace paraiieie k la surface de la plaque, 

- une premiere partie (121) permettant au dit 
bras de prehension (1) un deplacement selon 
la premiere direction (Z) de I'espace afin de sai- 
sir ladite au moins une plaque de semi-conduc- 
teur par la partie peripherique de cette dernie- 
re, 

- des moyens permettant au dit bras de prehen- 
sion (1) un deplacement suivant une troisieme 
direction (X) de i'espace, 

caracterise en ce que ledit bras de prehension 
comprend : 

- des moyens de prise par la partie peripherique 
de ladite au moins une plaque de semi-conduc- 
teur comprenant au moins trois butees (8) do- 
tees respectivement d'un degre de liberte en 
rotation et reparties sur le perimetre de la partie 
peripherique (4) de ladite au moins une plaque 
de semi-conducteur (2), 

des moyens d'orientation de ladite au moins 
une plaque de seml-conducteur, cooperant 
avec lesdits moyens de prise en vue de placer 
ledit repere de positionnement dans une posi- 
tion determinee, lesdits moyens d'orientation 
comprenant un galet d'entramement (9) par 
friction de ladite au moins une plaque de semi- 
conducteur, et 

lesdits moyens de prise (5) et lesdits moyens 
d'orientation (6) etant disposes sur une structure ri- 
gide (7) du bras. 
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6. Dispositif selon la revendication 5, caract6ris6 en 
ce que ledit bras de prehension comprend des 
moyens de prise par la partie p<§ripherique d'une 
plurality de plaques de semi-conducteur (2), et des 
moyens d'orientation desdites plaques de semi- 
conducteur saisies, coop§rant avec lesdlts moyens 
de prise en vue d'aligner lesdits repfcres de posl- 
tionnement respectifs desdites plaques de semi- 
conducteur. 

7, Dispositif selon la revendication 5, caractiris6 en 
ce que ledit galet d'entratnement (9) est constitue 
par une desdites trois butees (8) qui est rendue au 
moins partiellement motrice. 



8. 



Dispositif selon la revendication 5 ou la revendica- 
tion 7, caract6rls6 en ce que ledit repfcre de posi- 
tionnement est une encoche (3) plac6e sur la partie 
p6riph6rique (4) de ladite au moins une plaque de 
semi-conducteur (2), et en ce que lesdites trois bu- 
tees (8) comprennent respectivement deux galets 
entraines (8A, 8B) adjacents et libres en rotation. 



au moins une plaque de semi-conducteur (2) iors- 
qu'elle est placee dans ledit support. 

14. Dispositif selon ies revendications 12 & 13, carac- 
5 t6ris6 en ce que lesdits moyens de reperage com- 
prennent un deuxfeme (24) faisceau lumineux coo- 
perant avec ledit premier faisceau (21) et une di- 
mension caracteristique de iadite au moins une pla- 
que de semi-conducteur (2) en vue d'etablir !a po- 

10 sition de ladite au moins une plaque de semi-con- 
ducteur dans ledit support. 

15. Dispositif selon la revendication 14,caract6rls6en 
ce que lesdits moyens de reperage (21 , 24) corn- 
's prennent un troisieme faisceau lumineux cooperant 

avec lesdits premier (21) ou deuxi&me (24) fais- 
ceaux lumineux et une dimension caracteristique 
de iadite au moins une plaque de semi-conducteur 
(2) en vue d'etablir la position de ladite au moins 
20 une plaque de semi-conducteur dans ledit support 
lorsque ledit premier ou deuxlfcme faisceau est pla- 
ce en face de ladite encoche (3). 



Dispositif selon la revendication 8, caracterisd en 
ce que lesdits galets entraines (8) component res- 25 PatentansprOche 
pectivement au moins une premiere surface tron- 
conique (1 6) de contact, en vue d'un appui de ladite 
au moins une plaque de semi-conducteur (2) par 
i'intermediaire d'une ar§te p6ripherique (1 7) de cet- 
te demise, 



10. Dispositif selon la revendication 9, caracterise en 
ce qtf 'une gen6ratrice de ladite au moins premiere 
surface tronconique de contact forme un angle (a) 
compris entre 5° et 45° avec une perpendiculaire a 
ladite au moins une plaque de semi-conducteur (2). 

1 1 . Dispositif selon la revendication 1 0, caracterise* en 
ce que lesdits galets entraines (8) comportent res- 
pectivement une deuxifcme (18) surface tronconi- 
que dont le sommet (1 9) est liee a la base de ladite 
premiere (1 6) surface tronconique, et dont la g6n6- 
ratrice forme un angle avec une perpendiculaire a 
ladite au moins une plaque de semi-conducteur (2), 
superieur k i'angle (a) de la generatrice de ladite 
premiere surface tronconique. 

12. Dispositif selon Tune quelconque des revendica- 
tions 8 611, caracte'rlseen ce que lesdits moyens 
d'orientation (6) comprennent un premier faisceau 
lumineux (21) apte a etre coupe lorsque ladite en- 
coche (3) n'est pas en face dudit premier faisceau, 
et un detecteur (23) de coupure dudit premier fais- 
ceau. 

13. Dispositif selon Tune quelconque des revendica- 
tions 6 612, caract6rfs6 en ce qitti comprend des 
moyens de reperage (21 , 24) de la position de ladite 



1. Mechanisches Verfahren, das eine Anderung der 
Position mindestens einer Halbleiterplatte (2) er- 
laubt, die mindestens eine Positionierungsmarke 

30 (3) aufweist und in einer Halterung angeordnet ist, 
die eine Vielzahl von Aufnahmen aufweist, die in ei- 
ner ersten Richtung (2) senkrecht zur Oberflache 
der Platte ubereinander angeordnet sind, wobei 
das Verfahren die folgenden Schritte aufweist: 

35 

a) Eindringen mittels eines einzigen Greifarms 
(1 ) in die Auf nahme mit einer ersten Bewegung 
des Arms in eine zweite Raumrichtung (Y) par- 
allel zur Oberflache der Platte, 

40 

b) Greifen der mindestens einen Halbleiterplat- 
te an dem Umfangsabschnitt (4) von ietzterer 
mit einer zweiten Bewegung des Arms in die 
erste Raumrichtung (Z) und 

45 

c) Orientieren der so gegriffenen zumindest ei- 
nen Halbleiterplatte mittels des Armes derart, 
dass die Positionierungsmarke in eine be- 
stimmte Position gebracht wird. 

so 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es uberdies die folgenden Schritte aufweist: 

55 d) Zuruckziehen der mindestens einen Halblei- 

terplatte aus der Aufnahme heraus mit einer 
dritten Bewegung des Greifarms (1 ) in die zwei- 
te Richtung (Y), der ersten Bewegung entge- 
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gengerichtet, 

e) Bewegen der mindestens einen Halbleiter- 5, 
platte (2) von einem Ort zu einem anderen im 
Raum mit drei Richtungen oder Dimensionen 5 
(X, Y, 2) mit Bewegungen des Arms, die unter 
den drei Raumrichtungen (X, Y, Z) ausgewahlt 
werden, wobei der Schritt (c), der darin besteht, 
die mindestens eine Halbleiterplatte zu orien- 
tieren, um die Positionierungsmarke (3) in eine 10 
bestimmte Position zu bringen, gieichzeitig mit 
den Bewegungen des Greifarms stattfindet. 




Greifarms stattfindet. 



Vorrichtung, die eine Anderung der Position minde- 
stens einer Halbleiterplatte (2) eriaubt, die minde- 
stens eine Positionierungsmarke (3) aufweist und 
in einer Halterung angeordnet ist, die eine Vielzahl 
von Aufnahmen aufweist, die in einer ersten Rich- 
tung (2) senkrecht zur Oberflache der Platte uber- 
einander angeordnet sind, wobei die Vorrichtung ei- 
nen einzlgen Greifarm sowie Mittel zum Bewegen 
des Greifarms aufweist, . ■ 
wobei die Mittel zum Bewegen aufweisen: 



3. Mechanisches Verfahren nach Anspruch 1 , 

das eine Anderung der Position einer Vielzahl von 15 
Halbleiterplatten (2) eriaubt, die alie mindestens ei- 
ne Positionierungsmarke (3) aufweisen und aile In 
einer Halterung angeordnet sind, die eine Vielzahl 
von Aufnahmen aufweist, die in einer ersten Rich- 
tung (2) senkrecht zur Oberflache der Piatten uber- 20 
einander angeordnet sind, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass es die folgenden Schritte aufweist: 

i) Glelchzeitiges Eindringen mittels eines Grei- 25 
farms in die Aufnahmen der Halterung mit einer 
ersten Bewegung des Arms in die zweite 
Raumrichtung (Y), 

ii) glelchzeitiges Greifen einer Vielzahl von 30 
Halbleiterplatten an dem Umfangsabschnitt (4) 
von Letzteren mit einer zweiten Bewegung des 
Armes In die erste Raumrichtung (2), und 

iii) Orientieren der so gieichzeitig gegriffenen 35 
Halbleiterplatten, um die jeweiligen Positionie- 
rungsmarken der Halbleiterplatten auszurich- 
ten. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, 40 
dadurch gekennzeichnet, 

dass es uberdies die folgenden Schritte aufweist: 

iv) Zuruckziehen der Vieizahl von Halbieiter- 
piatten (2) aus den jeweiligen Aufnahmen der 45 
Halterung heraus mit einer dritten Bewegung 
des Greifarms in die zweite Richtung (Y), der 
ersten Bewegung entgegengerichtet, und 

v) Bewegen der Vielzahl von Halbleiterplatten 
von einem Ort zum anderen im Raum mit drei 
Richtungen oder Dimensionen (X, Y, Z) mit Be- 
wegungen des Armes, die unter den drei 
Raumrichtungen (X, Y, Z) ausgewahlt werden, 
wobei der Schritt iii), der darin besteht, die ge- 55 
griffenen Halbleiterplatten zu orientieren, um 
ihre jeweiligen Positionierungsmarken auszu- 
richten, gieichzeitig mit deh Bewegungen des 



- ein zweites Tei) (1 22), das es dem Greifarm er- 
iaubt, mit einer ersten Bewegung des Armes in 
eine zweite Raumrichtung (Y), parallel zur 
Oberflache der Platte, In die Aufnahme einzu- 
greifen, 

- ein erstes Teil (1 21 ), das dem Greifarm (1 ) eine 
Bewegung in die erste Raumrichtung (Z) er- 
iaubt, um die mindestens eine Halbleiterplatte 
am Umfangsabschnitt von Letztererzu greifen, 

- Mittel, die dem Greifarm (1) eine Bewegung 
entlang einer dritten Raumrichtung (X) erlau- 
ben, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass der Greifarm aufweist: 

- Mittel zum Ergreifen der mindestens einen 
Halbleiterplatte am Umfangsabschnitt, die min- 
destens drei Anschlage (8) aufweisen, die je- 
weils mit einem Rotationsfreiheitsgrad verse- 
hen sind und am Umfang des Umfangsab- 
schnittes (4) der mindestens einen Halbleiter- 
platte (2) verteilt sind, 

- Mittel zum Orientieren der mindestens einen 
Halbleiterplatte, die mit den Mitteln zum Ergrei- 
fen zusammenwirken, um die Positionierungs- 
marke in eine bestimmte Position zu bringen, 
wobei die Mittel zum Orientieren eine Rei- 
bungsantriebsrolle (9) der mindestens einen 
Halbleiterplatte aufweisen, und die Mittel (5) 
zum Ergreifen und die Mittel (6) zum Orientie- 
ren auf einer starren Struktur (7) des Armes an- 
geordnet sind. 

Vorrichtung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass der Greifarm Mittel zum Ergreifen einer Viel- 
zahl von Halbleiterplatten (2) an dem Umfangsab- 
schnitt aufweist sowie Mittel zum Orientieren der 
gegriffenen Halbleiterplatten, die mit den Mitteln 
zum Ergreifen zusammenwirken, um die jeweiligen 
Positionierungsmarken der Halbleiterplatten anzu- 
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ordnen. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Antriebsrolle (9) mindestens einen der drei 
Anschlage (8) aufweist, der zumindest partiell an- 
getrieben ausgebildet ist. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Posltionierungsmarke eine Kerbe (3) 1st, 
die an dem Umfangsabschnitt (4) der mindestens 
elnen Haibleiterplatte (2) angeordnet ist, und dass 
die drei Anschlage (8) jeweils zwei benachbarte 
und drehbare Antriebsrolien (8A, 8B) aufweisen. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Antriebsrolien (8) jeweils mindestens eine 
erste kegelstumpfartige Kontaktoberflache (16) 
aufweisen zum Halten der mindestens einen Haib- 
leiterplatte (2) uber eine Umfangskante (17) der 
Letzteren. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass eine Erzeugende der mindestens einen er- 
sten kegelstumpfartigen Kontaktoberflache einen 
Winkel (a) zwischen 5° und 45° mit einer Senkrech- 
ten zur mindestens einen Haibleiterplatte (2) bildet. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Antriebsrolien (8) jeweils eine zweite ke- 
gelstumpfartige Oberflache (18) aufweisen, deren 
Scheitel (1 9) mit der Basis der ersten kegelstumpf- 
artigen Oberflache (1 6) vertunden ist und deren Er- 
zeugende einen Winkel mit einer Senkrechten zur 
mindestens einen Haibleiterplatte (2) bildet, der 
groGer ist als der Winkel (a) der Erzeugenden der 
ersten kegelstumpfartigen Oberflache. 

12. Vorrichtung nach einem der Anspruche 8 bis 11 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Mittel (6) zur Orientierung ein erstes Licht- 
bundel (21) aufweisen, das dazu ausgelegt ist, un- 
terbrochen zu werden, wenn die Kerbe (3) dem er- 
sten Lichtbundel nicht gegenuberliegt, sowie einen 
Detektor (23) fOr die Unterbrechung des ersten 
Lichtbundels. 

13. Vorrichtung nach einem der Anspruche 6 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass sie Mittel (21 , 24) zum Erkennen der Position 
der mindestens elnen Haibleiterplatte (2), wenn sie 
in der Halterung angeordnet wird, aufweist. 

14. Vorrichtung nach den Ansprtichen 12 bis 13, 



dadurch gekennzeichnet, 
dass die Mittel zum Erkennen ein zweites Lichtbun- 
del (24) aufweisen, das mit dem ersten Lichtbundel 
(21) zusammenarbeitet, sowie eine charakteristi- 
5 sche Abmessung der mindestens einen Haibleiter- 
platte (2), urn die Position der mindestens einen 
Haibleiterplatte in der Halterung zu ermitteln. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, 

w dadurch gekennzeichnet, 

dass die Mittel (21, 24) zum Erkennen ein drittes 
Lichtbundel aufweisen, das mit dem ersten Licht- 
bundel (21) oder zweiten LichtbQndel (24) zusam- 
menwirkt, sowie eine charakteristischeAbmessung 

15 der mindestens elnen Haibleiterplatte (2), urn die 
Position der mindestens einen Haibleiterplatte in 
der Halterung festzustellen, wenn das erste oder 
das zweite Lichtbundel der Kerbe (3) gegenuber- 
liegt 

20 

Claims 

1 . Mechanical method permitting a change in position 
25 of at least one semiconductor wafer (2) provided 
with at least one positioning mark (3) and placed in 
a support comprising a plurality of housings super- 
posed in a first direction (Z) perpendicularto the sur- 
face of the wafer, said method comprising the fol- 
30 lowing steps: 

a) penetrating at least one single gripping arm 
(1) in said housing with a first displacement of 
said arm in a second spatial direction (Y) par- 

35 aliel to the surface of the wafer, 

b) gripping said at least one semiconductor wa- 
fer by the peripheral part (4) of the latter with a 
second displacement of said arm in the first 
spatial direction (Z), and 

40 c) orientating at least said arm of said at least 

one thus gripped semiconductor wafer so as to 
place said positioning mark in a defined posi- 
tion. 



45 2. Method according to claim 1 , characterised In that 
it also comprises the following steps: 

d) withdrawing said at least one semiconductor 
wafer from said housing with a third displace- 

50 ment of said gripping arm (1 ) in said second di- 

rection (Y), opposite said first displacement, 

e) displacing said at least one semiconductor 
wafer (2) from one place to another in space 
with three directions or dimensions (X, Y, Z), 

55 with displacements of said arm selected from 

the three spatial directions (X, Y, Z), said step 
(c) comprising orientating said at least one 
semiconductor wafer so as to place said posi- 
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tioning mark (3) in a defined position, this oc- 
curring simultaneously with the displacements 
of said gripping arm. 

3. Mechanical method according to claim 1 , permitting s 
a change in position of a plurality of semiconductor 
wafers (2) each provided with at least one position- 
ing mark (3) and each placed in a support compris- 
ing a plurality of housings superposed in a first di- 
rection (Z) perpendicular to the surface of the wa- 10 
fers, characterised In that it comprises the follow- 
ing steps: 

i) penetrating, by means of one gripping arm, 
simultaneously said housings of the support 15 
with a first displacement of said arm in the sec- 
ond spatial direction (Y), 

ii) gripping simultaneously a plurality of semi- 
conductor wafers by the peripheral part (4) of 
said wafers with a second displacement of said 20 
arm in the first spatial direction (Z), and 

iii) orientating said thus simultaneously gripped 
semiconductor wafers so as to align said re- 
spective positioning marks of said semiconduc- 
tor wafers. 25 

4. Method according to claim 3, characterised In that 
it also comprises the following steps: 

iv) withdrawing said plurality of semiconductor 30 
wafers (2) from the respective housings of said 
support with a third displacement of said grip- 
ping arm in said second direction (Y), opposite 
said first displacement, and 

v) displacing said plurality of semiconductor 35 
wafers from one place to another in space with 
three directions or dimensions (X, Y, Z), with 
displacements of said arm selected from the 
three spatial directions (X, Y, Z), said step iii) 
comprising orientating said gripped semicon- *o 
ductor wafers so as to align their respective po- 
sitioning marks, this occurring simultaneously 
with the displacements of said gripping arm. 

5. Device permitting a change in position of at least <s 
one semiconductor wafer (2) provided with at least 
one positioning mark (3) and placed in a support 
comprising a plurality of housings superposed in a 
first direction (Z) perpendicular to the surface of the 
wafer, said device comprising a single gripping aim 50 
and means for displacing said gripping arm, said 
displacement means comprising: 

a second part (122) permitting said gripping 
arm to penetrate said housing with a first dis- ss 
placement of said arm in a second spatial di- 
rection (Y) parallel to the surface of the wafer, 
a first part (121) permitting said gripping arm 




(1) a displacement in the first spatial direction 
(Z) In order to grip said at least one semicon- 
ductor wafer by the peripheral part of the latter, 
means permitting said gripping arm (1) a dis- 
placement in a third spatial direction (X), 

characterised In that said gripping arm comprises: 

means for gripping said at least one semicon- 
ductor wafer by the peripheral part, said grip- 
ping means comprising at least three stops (8) 
provided respectively with a degree of rotation- 
al freedom and distributed around the perime- 
ter of the peripheral part (4) of said at least one 
semiconductor wafer (2), 
means for orientating said at least one semi- 
conductor wafer, which means co-operate with 
said gripping means In order to place said po- 
sitioning mark in a defined position, said orien- 
tation means comprising a driving roller (9) for 
driving said at least one semiconductor wafer 
by friction, and 

said gripping means (5) and said orientation 
means (6) being disposed on a rigid structure 
(7) of the arm.. 

6. Device according to claim 5, characterised In that 
said gripping arm comprises means for gripping a 
plurality of semiconductor wafers (2) by the periph- 
eral part, and means for orientating said gripped 
semiconductor wafers, which means co-operate 
with said gripping means in order to align said re- 
spective positioning marks of said semiconductor 
wafers. 

7. Device according to claim 5, characterised In that 
said driving roller (9) is formed by one of said three 
stops (8) which is made at least partially drivable. 

8. Device according to claim 5 or claim 7, character- 
ised in that said positioning mark is a notch (3) 
placed on the peripheral part (4) of said at least one 
semiconductor wafer (2), and In that said three 
stops (8) comprise respectively two adjacent and 
rotationally free driven rollers (8A, 8B). 

9. Device according to claim 8, characterised In that 
said driven rollers (8) comprise, respectively, at 
least one first frustoconical contact surface (16), in 
order to support said at least one semiconductor 
wafer (2) by means of a peripheral edge (1 7) of the 
latter. 

10. Device according to claim 9, characterised In that 
a generatrix of said at least first frustoconical con- 
tact surface forms an angle (a) of between 5° and 
45° with a perpendicular to said at least one semi- 
conductor wafer (2). 



13 



BNSDOCID:<EP 1078391 B1 I > 



BNS oaoe 



25 



EP 1 078 391 B1 



11. Device according to claim 10, characterised in 
that said driven rollers (8) comprise, respectively, a 
second frustoconical surface (18), the top (.19) of 
which is connected to the base of said first frusto- 
conical surface (16), and the generatrix of which 5 
forms an angle with a perpendicular to said at least 
one semiconductor wafer (2) which is greater than 
the angle (a) of the generatrix of said first frustocon- 
ical surface. 

10 

12. Device according to any one of claims 8 to 11 . char- 
acterised In that said orientation means (6) com- 
prise a first light beam (21), capable of being cut 
when said notch (3) is not opposite said first beam, 
and a detector (23) which detects that said first w 
beam has been cut. 

13. Device according to any one of claims 6 to 12, char- 
acterised In that it comprises marking means (21 , 

24) for marking the position of said at least one sem- 20 
iconductor wafer (2) when it is placed in said sup- 
port. 

14. Device according to claims 12 to 13, characterised 

In that said marking means comprise a second light 25 
beam (24) which co-operates with said first beam 
(21) and a feature dimension of said at least one 
semiconductor wafer (2) in orderto establish the po- 
sition of said at least one semiconductor wafer in 
said support. 30 

15. Device according to claim 14, characterised In 
that said marking means (21 , 24) comprise a third 
light beam which co-operates with said first light 
beam (21 ) or said second light beam (24) and af ea- 35 
ture dimension of said at least one semiconductor 
wafer (2) in orderto establish the position of said at 
least one semiconductor wafer in said support when 
said first or second beam is placed opposite said 
notch (3). 40 
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